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（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析



（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业新发展动向

6.2.9 天水华天科技股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析
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（5）出口资质壁垒

7.1.2 集成电路封装行业盈利模式

7.1.3 集成电路封装行业盈利因素

7.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析

7.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

7.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

7.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合案例分析

（1）通富微电公司投资兼并与重组分析

（2）华天科技公司投资兼并与重组分析

（3）长电科技公司投资兼并与重组分析

7.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

7.3 集成电路封装行业投融资分析

7.3.1 产业基金对集成电路产业的扶持分析

（1）基金对集成电路产业的扶持情况

（2）近年来国家产业基金集成电路投资情况

（3）电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

（4）大基金对集成电路产业的投资情况

（5）大基金对集成电路产业的投资建议

7.3.2 集成电路封装行业融资成本分析

7.3.3 半导体行业资本支出分析

7.4 集成电路封装行业投资建议

7.4.1 集成电路封装行业投资机会分析

（1）宏观环境改善

（2）政策的利好

（3）产业转移

（4）市场因素



7.4.2 集成电路封装行业投资风险分析

（1）政策风险

（2）技术风险

（3）供求风险

（4）宏观经济波动风险

（5）关联产业风险

（6）产品结构风险

（7）企业生产规模风险

（8）其他风险

7.4.3 集成电路封装行业投资建议

（1）投资区域建议

（2）投资产品建议

（3）技术升级建议
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